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Datenblatt 
MSP 1000  
Dual TDM-Modul 2x 1G mit Backup-Funktion 

 
 

 
 
 

 

  Allgemein 
 

Das Dual TDM-Modul 2x 1G der MICROSENS MSP1000 Plattform dient der Aggregation von 

Gigabit Ethernet bzw. Gigabit Fibre Channel Diensten und zur Optimierung von xWDM-

Infrastrukturen. 

Das aus dem Zeitmultiplexing-Verfahren resultierende 2G-Signal kann direkt auf eine Faser 

bzw. ins xWDM-System eingespeist werden. 

Durch den Einsatz von steckbaren SFP Transceivern kann jede Wellenlänge (850 nm, 1310 

nm, 1550 nm, CWDM oder DWDM) genutzt werden, um sich optimal der jeweiligen 

Netztopologie (Punkt-zu-Punkt, Ring, Stern) anzupassen, wobei speziell bei der Nutzung 

von TDMs die Anzahl der benötigten Wellenlängen halbiert wird. 

Das TDM-Modul besitzt zusätzlich noch einen integrierten Backupschalter sowie die 

entsprechende Logik, um im Fehlerfall autonom auf den Ersatzweg zu schalten (siehe 

Applikation). 
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  Technische Daten 
 

Typ Dual TDM-Modul 2x 1G 
 

Typ. Anwendungen Ethernet (1000Base-X), Fibre Channel (1G), FICON 
 

Anschlüsse 4x SFP-Slots 

 DDM (Wellenlänge, optische Pegel, SFP Typ, 

Fehlererkennung)  
 

Datenraten 1062 Mbit/s (Fibre Channel, FICON), 1250 Mbit/s (Gigabit 

Ethernet). Beide Kanäle können mit unterschiedlichen 

Datenraten betrieben werden 
 

Datensicherheit Prüfung der Daten auf ‘Code Violation’ und ‘Running 

Disparity’ mit entsprechenden Statistiken. Ein Abhören der 

Daten über das Management System ist nicht möglich.  
 

Dimension   Platzbedarf 1 Slot in MSP1000-Chassis 
 

LED-Anzeigen  Applikation Ports 1 / 2 (Local) 

(2 LEDs pro Port) 

  

 

 

 

 

 

 

 

    Line Ports A / B (Line) 

 

 

 

 

 

Testfunktionen Unabhängiger Schleifentest aller Schnittstellen, optischer 

Pegel, Taktsynchronisation. Leistungsüberwachung aller Ports 

mit umfassender Bitfehlerermittlung. 
 

Betriebstemperatur  0..+40 °C  

Lagertemperatur   -40..+85 °C  

Luftfeuchtigkeit   5% bis 80 % nicht kondensierend  
 

Zulassungen  CE konform 

CDRH 21 CFR 1040 

FCC Teil 15 

Laser Class 1M Product  
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  Betriebsarten Crossbar 
 

 Der 2.5G Link des TDM-Moduls (Port A) kann z.B. direkt mit einem 1310 nm SFP 

auf eine Glasfaser angeschlossen werden. Dies kann sinnvoll sein, wenn die Strecke 

nicht sehr lang ist (typisch < 15 km) und genügend Fasern vorhanden sind. So wird 

ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Faserersparnis (50%) und Kostenaufwand 

erzielt.  

 

 Bei größeren Entfernungen, oder wenn nur eine Faser zur Verfügung steht, kann 

das TDM-Modul direkt mit CWDM oder DWDM SFP ausgerüstet werden – es wird 

keine weitere Transponderkarte benötigt. Unter Verwendung des MICROSENS 40-

Kanal-DWDM-Multiplexers MS419880) können so bis zu 80 Gigabit Verbindungen 

auf einer Faser zusammengeführt werden.  

 

 Die automatische Backup-Schaltung des TDM-Moduls steigert die Verfügbarkeit der 

Verbindung, in dem sie gegen Ausfälle der Übertragungsstrecke als auch gegen 

Ausfälle der WDM-SFPs schützt. Besonders bei SAN Anwendungen ist Link-Backup 

eine häufige Notwendigkeit.  

 

  Applikationsbeispiel 
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  Bestellinformationen 

 

 Beschreibung Artikelnummer  

MSP1000 TDM-Modul 2x 1G  

2x 1G (Ethernet/Fibre Channel/FICON) über 2.5G,  

opt. redundanter Backup, 4x LC/PC duplex   

MS425610M 

 

  Alternative Transpondermodule MSP1000 
 

 Beschreibung Artikelnummer  

MSP1000 2-Kanal Crossbar Transpondermodul 2.7G  

100MBit/s - 2.7GBit/s Multirate 3R, 4x SFP-Slots    
MS425601M 

MSP1000 2-Kanal Transpondermodul 4G  

100MBit/s - 4.25GBit/s Multirate 3R, 4x SFP-Slots    
MS425602M 

MSP1000 2-Kanal Transpondermodul 16G  

100MBit/s - 16GBit/s Multirate, 40G-fähig, 4x SFP+-Slots 
MS425608M 

 

  Accessoires MSP1000 (Auswahl) 
 

 Beschreibung Artikelnummer  

MSP1000 Enterprise 4HE Chassis (weitere Spannungsvarianten siehe Datenblatt „Chassis“) 

MSP1000 Enterprise 4HE Chassis AC 19"  

2 Slots für 2x 230 VAC-Netzteile vorb.,  

11 Modulslots, inkl. Backplane, inkl. 3-fach Lüftermodul 

MS425500M 

MSP1000 1HE Chassis 

MSP1000 1HE Chassis DC 19"  

3 Modulslots, inkl. Backplane, inkl. Lüftermodul   
MS425504M-48-V2 

MSP1000 Spannungsversorgung 

MSP1000 Enterprise AC Netzteilmodul  

Eingang: 90..264 VAC, 50..60 Hz, max. 250 W    
MS425510 

MSP1000 Enterprise DC Netzteilmodul  

Eingang: 36..75 VDC, max. 250 W    
MS425511 

MSP1000 Schaltnetzteil 54V/1,2A 65W 

prim. Euro-8 Kabel 
MS700701 

 

* Weitere Informationen zum MSP1000-Portfolio  finden Sie in unserem Dokument  

„Technische Beschreibung MICROSENS MSP1000 Optical Platform.pdf“. 
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